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如何从容应对
芯片产业的起伏?
没有任何一个行业，在应对经济变化时。比半导体制造业更加敏感。作为亚

微米领域内长度测量和角度测量工具的领先制造商，海德汉以更广泛的应用

和更高程度的自动化为目标，一面开发新的编码器，一面提供传统的标准产

品，以支持半导体产业的发展。除此以外，海德汉还在其他产业拥有极其丰

富的经验和庞大的客户群体。因此。配备着最高水平的精确度。和世界范围

的物流服务。海德汉能够及时调整和适应芯片产业的各种起伏。
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